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Sposób wykonania wyprowadzeń zewnętrznych
w elektronicznych mikroukładach mocy

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania
wyprowadzeń zewnętrznych w elektronicznych mi¬
kroukładach mocy umieszczonych w hermetycz¬
nych oibudowach mełtalowonpilasitykowych.

Znany jest sposób wykonania wyprowadzeń ze-,
wnejtrzmych od mikroukładów umdeszczonych w
obudowie polegający na połączeniu przewodów dru¬
towych w iznany sposób jednymi końcami z po¬
lami kontaktowymi na płytce mikroukładu a dru¬
gimi z przepustami hermetycznymi w meitalowej
części obudowy. Znany jest również sposób pole¬
gający na umieszczeniu drugich końców w wyję¬
ciu części oibudowy z tworzywa sztucznego oraz
wypełnienia! wolnej przestrzeni między przewodami
a brzegami wyjęcia materiałem izolacyjnym che-
mouitwardzalnym.

Wykonanie hermetycznych przepustów w części
metalowej oibudowy wymaga złożonej technologii i
jest stosowane w obudowach zrobionych w całoś¬
ci z metalu do szczególnie odpowiedzialnych zasto¬
sowań. Wyprowadzenie przewodów drutowych od
mikroukładu poprzez część oibudowy wykonanej z
tworzywa sztucznego imiemożliwia wprawdzie ich
oderwanie od płyitki mikroukładu, ale przewody są
narażone na zerwanie w miejscu ich wychodzenia
z obudowy wskutek wielokrotnie występującego
zginania podczas łączenia obudowanego mikroukła¬
du z obwodami zewnętrznymi oraz w warunkach
eksploatacji. Ponadto występują częste uszkodze¬
nia połączenia, wyprowadzenie — pole kontaktowe
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na płytce mikroukładu w procesie jego wykony¬
wania ii podczas operacji technologicznych zacho¬
dzących przed wypełnieniem przestrzeni między
przewodami w wyjęciu obudowy materiałem che-
moutwardzałnym.

Celem wynalazku jost usunięcie tych niedogod¬
ności poprzez wykonanie wyprowadzeń zewinętrz!-
nych odpornych na uszkodzenia pod działaniem
zewnętrznych sił ścinających. Dodatkowymi celem
jest ułatwienie procesu uszczelniania mikroukładu
w obudowie.

zgodnie z wynalazkiem cel ten osiągnięto przez
wykonanie wyprowadzeń zewnętrznych w postaci
odpowiednio ukształtowanych wkładek o przekro¬
ju prostokątnym z materiału przewodzącego prąd
elektryczny, które umieszcza się w wyjęciu części
obudowy z tworzywa sztucznego i unieruchamia w
nim przez wypełnienie przestrzeni między wkład¬
kami a ścianami bocznymi wyjęcia materiałem izo¬
lacyjnym, po czym fcońice wewnętrzne wkładek łą¬
czy się cienkimi drutami z polami kontaktowymi
na płytce mikroukładu. Następnie przefcrzeń nad
płytką z mikroukładem wypełnia się elastycznym
materiałem zabezpieczającym równo z krafwędzia-
mi górnymi wymiennika. Odmiana wymienionego
sposobu polega na tym, że wkładki zaprasowuje
się pojedynczo lub zespołami w tworzywie sztucz¬
nym za wyjątkiem ich końców, po czym układa się
je przy ścianach bocznych wewnątrz obudowy w
kształcie pudełka oraz łączy się wewnętrzne koń-

121 402



121 402

oówki wkładek z połami kontaktowymi na płytce
rnikroukiadu za ^pomocą cienkich drutów, a następ¬
nie przestrzeń nad płytką mikroukładu wypełnia
sję elastycznymi /materiałem izolacyjnym równo e
lfrawędziaima góirmyimi obudowy.

i Kształt końcówek zewnętrznych wkładek może
być 'dostosowany do łajazenia. ich z obwodami ze¬
wnętrznymi przez zaciskanie rOizbieralne lub nie-
rozibderalllrie, a także .przeiz katowanie. Iistnieje mo¬
żliwość nakładania osłom izolacyjnych na połącze¬
nie końcówka zewnętrzna wkładki — obrwód ze¬
wnętrzny.

Wyprowadzenia zewnętrzne od miikiroukladu wy¬
konane według wynalazku są odizolowane elektry¬
cznie od metalowej części obudowy, nie prze-
nosizą naprężeń mechanicznych na połączenia z po¬
lami kontaktowymi nai płytce mikroukładu i są
wytrzymałe na działanie zewnętrznych sił ścina-
jajcyoh. Proces wytwarzania wkładek daje się zau¬
tomatyzować. Istnieje (również możliwość automa¬
tyzacji procesu wykonywania wyprowadzeń od mi¬
kroukładu.

Pnzedimiot wynalazku jest bliżej wyjaśniony w
przykładowym wykonaniu uwidocznionym na ry¬
sunku, na którym fig. 1 przedstawia; obudowany
mikroukład ,w widoku z gó<ry, fig. 2 — obudowany
mikroukład w przekroju podłużnym wzdłuż linii
A — A na fog. 1, fćg. 3 — dwie wkładki zapraso-
wane w tworzywie Sztucznym jw widoku z przodu,
fig. 4 — te same wkładki w widoku z boku, fig. f>
— obudowany mikroukład z zaprasowamyimi wkład¬
kami w wiidoku z gióry i fig. 6 — ten sam mikro¬
układ w przekroju podłużnym wadłuż linii B — B
na fig. 6.

Jak pokazano na fig. 1—6, do płaskiej po¬
wierzchni metalowego wymiennika ciepła- 1 w
Boszjtałcie korytka Łub pudelka £ przytwierdza się
l&yflfcę mikroukładu 3, po czyim wkładki 4 metalo¬
we iiiieri*jtiiamia się w wyjejciti Ś pokrywy 6 z
tworzywa i&ztucznego poprzez wypełnienie prze-
sitrzeni między wkładkami 4 w wyjęciu S irńate-
raalem izolacyjnym 7, ńajkoiizysitnieij chemouitewar-
dzaariym. Z kolei pokrywę 6 iz tworzywa sztuczne¬
go J#ćży się nceroEłącznie jej obrzeżem do płaskiej
gawferz^ńf wymiennika 1 wokół |>łyłtki ż mikro-
tft3ef<tóm 3i NasteitMe wykonuje się połączenia
między wewnętrznymi końcówkami iwklatóćflfc 4 a
Itttatni kon<afrtow^mi S na pytce mikróuk^aju 3

•3S pWtti&tą <6Mtó& 9 jŃopriżeZ' (Mto W wycięte w
p<mrwie 6. W przodka* ófotfŚ&Wy w fctólefe
pudełka* 2 dwie wktatifci 4 p&ączolńe ae soibą w
tesatałt Eitefy U p&ze* iż^raśewam^e w ^oirzjTwIe
te&lm$$nym f«rmo^waSi^aany«i i^iejecawia się

przy dwóch przeciwległycih ściankach wewnętrz^
nych obudowy, po czym połączenia między wewnę¬
trznymi końcówkami wkładek 4 a polami kontak¬
towymi 8 na płyltce mikroukładu 3 wykontije się
za pomocą dru/tów 9. Przestrzeń nad mikroukładem
wypełnia się elastycznym materiałem izolacyjnym
równo z krawędziami górnymi obudowy.

Część metalowa obudowy umożliwia wymianę
ciepła rozpraszanego w mikroukładzie 3 z otocze¬
niem. Końcówki izewnętłnzne wkładek 4 mogą
mieć różny kształt, w zależności od rodzaju wyko¬
nywanych połączeń e obwodami zewnętrznymi.

Sposób wykonania wyprowadzeń zewnętrznych
wediłiug wynalazku może znaleźć zastosowanie w
mikroukładach mocy pracujących w warunkach
Występowania wstrząsów, udarów mechanicznych i
drgań.

Zastrzeżenia p a t e n t o wć

1. Sposób wykonania wyprowadizeń izewnętrznych
w elektronicznych mikroukładach mocy, od mikro¬
układu umieszczonego w obudowie złożonej z me¬
talowego wymiennika ciepła w kształcie koryUka
lub elementu ftiżebrowanego i nierozłącznie połączo¬
nej z nim pokrywy z tworzywa sztucznego, zna¬
mienny tym, że w wyjęciu <5) pokrywy (6) umie¬
szcza się odpowiednio ukształtowane wkładki (4)
wykonane e materiału przewodzącego prąd elektry¬
czny i unieruchamia się je w tyim wyjęciu przez
wypełnienie przestrzeni między wkładkami <4) a
ścianami bocznymi wyjęcia (5) materiałem izola¬
cyjnym, po czym wewnętrzne końcówki wkładek
(4) łączy się cienkimi drutami (9) z polami kontak¬
towymi <8) na płytce mikroukładu (3), a następnie
przestrzeń nad płytką z mikroukładem wypełnia
się a>opnzez dfeno <10> w pokrywie {©) elastycznym
materiałem zabezpieczającym równo z krawędzia¬
mi górnymi wymiennika. (1).

2. Sposób wykonania wyprowadzeń zewnętrznych
W elektronicznych mikroukładach mocy od mifcro-
okładu umieszczonego w obudowie metółowej w
kształcie otwartego pudełka, znamienny tym, że
wkładki <4) zaprasowuje się pojedynczo łub izesptf-
łami w tworzywie sztucznym, a następnie układa
się je przy ścianach^ 'bacznych wewnątanz obudowy
w kształcie pudełka (2fr po czym końcówki we¬
wnętrzne wkładek (4f> łączy się z cienkimi druta¬
mi (9) z połami kontaktowymi (3fr na płytce mikro*-
tikładu <3>, połączonej nierozłącznie z dnem pudeł¬
ka? (2>, a następnie przestrzeń nad płytką z mikro¬
układem wypełnia się elastycznym materiałem
izolacyjnym równo z krawędziami górnymi obu¬
dowy.
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